estdienstleistung Quali

Vollautomatischer Lotbarkeitstest mit Benetzungswaage: Zeigt der Lotharkeitstest Auffélligkeiten, so lasst sich die Létbarkeit mithilfe der von HTV entwi-

ckelten Aufarbeitungsverfahren wiederherstellen.

Ins Innere geschaut

Qualitatssicherung durch umfassende Test- und Analytikdienstleistungen

Die Herausforderungen im Bereich Qualitdtssicherung in der Elektronikfertigung werden durch die Miniaturi-
sierung und stetig neue Produktionsmethoden immer gréBer. Um elektronische Einzelkomponenten und auch
Baugruppen gezielt und zuverlassig untersuchen zu kénnen, sind fiir den jeweiligen Anwendungsfall die ge-

eigneten Test- und Analysesysteme, aber auch hochqualifiziertes Personal unabdingbar.

it Teams aus insgesamt mehr

als 220 Ingenieuren, Doktoren,

Technikern und Facharbeitern
sowie einem an die wachsenden Test- und
Analytikanforderungen angepassten,
kontinuierlich wachsenden Maschinen-
und Gerdtepark bietet HTV Halbleiter-Test
& Vertrieb aus Bensheim individuelle,
hochwertige und detaillierte Untersu-
chungen clektronischer Bauteile und Bau-
gruppen an. Das Unternchmen hat sich
tber die Jahrzehnte einen Namen im
Bereich Test, Bauteilprogrammierung,
Langzeitkonservierung und -lagerung
sowie Analytik elektronischer Kompoe-
nénten gemacht. Wichtig fiir einen opti-
malen Untersuchungserfolg ist dabei
-neben einer hochwertigen und umfang-
reichen Laborausstattung auch ein umfas-
sender Wissens- und Erfahrungsschatz
auf dem Gebiet der Elektronik- und Bau-

gruppenfertigung.
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Analytiklabor fiir Fehleranalysen

5o werden die gewonnenen Ergebnisse
dem Kunden nicht nuranhand von Kurven
und Messwerten weitergegeben, sondern
in Form einer detaillierten Analyse der
gewonnenen Werte kombiniert mit Hin-
welsen zu weiterem Optimierungs- und
Verbesserungspotenzial. Mittels dieser

gewonnenen Erkenntnisse ist es maglich,

Ubereutektisches ZinﬁfBlei
Kristallgemisch-Geflige (95/5)

Auntor: Holger Krunime

Fertigungsprozesse gezielt zu verbessern
und effizienter zu gestalten. Fir Analysen
und Tests auf Bauteilebene kommen bei
HTV eine Vielzahl hochkomplexer digita-
ler und analoger Grofitestsysteme zum
Einsatz. Hier kdnnen Standard-Bauteile,
ASICs und Sonderbauteile sowohl nach
Datenblatt als auch gemaR nahezu belie-
bigen kundenspezifischen Anforderungen
mittels eigens fir die
gewlnschten Untersuchun-
gen angepassten Pritfappli-
kationen und Testaufbauten

geprift werden.

Mit dem hochselektiven Verfah-
ren Meta Fine Prep priparierte
Proben zeigen im Gegensatz zu
herkdmmlich bearbeiteten Pro-
ben das innere metallische Fein-
gefiige, wie etwa das dendriti-
sche Kupfergeflige eines SMD-
Pins.
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Durch die zahlreichen Test- und Analyseverfahren und einer Vielzahl
besonderer Dienstleistungen wie die TAB-Langzeitkonservierung, ge-
paart mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern und kurzen Durchlauf-
zeiten, steht HTV seinen Kunden als kompetenter Partner rund um
elektronische Komponenten zur Seite,

Durch das Analytiklabor erschlieft sich fiir den Kunden neben
der beschriebenen Pritfung elektrischer Kennwerte die Moglich-
keit zur Durchtiihrung detaillierter Fehleranalysen, beispielswei-
se an Ausfallbaugruppen oder -bauteilen. Fragestellungen rund
um die Lotstellenqualitit und der moglicherweise metallurgischen
Ursachen fiir das Versagen von Lotverbindungen lassen sich
mittels einer 3D-Rédntgentomografie, Schliffbilduntersuchungen
und dem Praparationsverfahren Meta Fine Prep beantworten.
Das hochselektive Verfahren erméglicht einen deutlich ticferen
Einblick in das innere metallische Feingeftge einer Probe, die
konventionelle Untersuchungsmethoden nicht erméglichen. Da-
runter fallen Riickschluss auf Harte, Zdhigkeit, Sprodigkeit, Lot
barkeit und Erkennen von Fehlstellen im Bereich des intermetal-
lischen Phaseniibergangs. In Kombination mit erganzenden Ana-

lysen wie etwa mittels Rasterelektronenmikroskopie und EDX

—

assen sich metallische Werkstotfe umfassend beurteilen, um
Feingetiigestrukturen und Phasentibergdnge flir die Qualitdt und

Zuverlassigkeit fundiert bewerten zu kénnen.

Umfassende Qualitats-Checks

Einweiterer Einsatzbereich des Analytiklabaors ist die Bewertung
der Qualitit von fremdbeschaffter Ware, um Manipulationen wie
Refurbishing oder Umlabeln zweifelsfrei zu entdecken und die
Originalitdt zugelieterter Teile abzusichern. Detaillierte Untersu-
chungen des duBeren und nach chemischer Offmmg auch des
inneren Autbaus sichern die Qualitdt zugekaufter Teile. Die
Beschriftung der Siliziumchips (Dies) ldsst sich mittels Vergleich
mit einem Originalbaustein (,Golden Device”) verifizieren. Die-
Oberflichen werden auf Hinweise moglicher Filschungen, Mani-
pulationen, Aussortiervorgiange oder Schaden hin untersucht.
Zur Bestimmung der Verarbeitbarkeit und Untersuchung von
Létproblemen dienen vollautomatische Lotbarkeitstests mit Benet-
zungswaage. Zeigt der Lotbarkeitstest Auffilligkeiten, so ldsst
sich die Lotbarkeit mithilfe des von HTV entwickelten Revivec-
Aufarbeitungsverfahrens wiederherstellen. Bei stark beeintrich-
tigten Teilen bietet das Novatin-Verfahren durch die komplette
Entfernung oxidierter und durchdiffundierter Zinnschichten mit
anschlieBendem Aufbau einer sehr stabilen und16tfahigen Rein
zinn-5Schicht eine sichere Verarbeitung im Lotprozess.

Aber auch Standardware wie etwa Steckverbinder kénnen
hinsichtlich ihrer Qualitdt untersucht werden. So ergeben sich
hier speziell bei den Kontaktoberflichen Fragestellungen betref-
fend Goldschichtdicken und deren Hérte. Mittels der Réngentlu-
oreszenzanalyse (RFA) ist es méglich, in solchen Fillen die tat-
sachlichen Schichtdicken problemlos zu bestimmen. Ergdnzend
ermdglicht die instrumentierte Eindringpritfung (Nanoindenta-
tion) die Ermittlung der Hérte der Kontaktmaterialien, was bei-
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spielsweise Riickschllsse auf die Belastbarkeit cines Kontaktes
zulasst. Auch Aussagen hinsichtlich des Alterungsverhaltens,
zum Beispiel im Rahmen ciner Langzeitlagerung, ergeben sich

erganzend durch entsprechende Untersuchungen. (mrc) |
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